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Lêi nãi ®Çu 

TCVN 7068 – 4 : 2008 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 5630 – 4 : 1986.  

TCVN 7068 – 4 : 2008 do Ban kü thuËt Tiªu chuÈn TCVN/TC 6 GiÊy vµ c¸ct«ng 

biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc                    

vµ C«ng nghÖ c«ng bè. 

Bé TCVN 7068  GiÊy vµ c¸ct«ng – L·o ho¸ nh©n t¹o gåm c¸c phÇn sau: 

–  TCVN 7068 – 1 : 2008, phÇn 1: Xö lý nhiÖt trong ®iÒu kiÖn kh« ë nhiÖt ®é 105 oC. 

–  TCVN 7068 – 3 : 2008, phÇn 3: Xö lý nhiÖt trong ®iÒu kiÖn Èm ë nhiÖt ®é 80 oC 

vµ ®é Èm t−¬ng ®èi 65 %. 

–  TCVN 7068 – 4 : 2008, phÇn 4: Xö lý nhiÖt trong ®iÒu kiÖn kh« ë nhiÖt ®é 120 oC 

hoÆc 150 oC. 
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Lêi giíi thiÖu 

 

GiÊy hoÆc c¸c t«ng ®Ó ë m«i tr−êng kh¾c nghiÖt, ch¼ng h¹n nh− mét sè lo¹i tia bøc x¹, nhiÖt ®é cao, 

hoÆc m«i tr−êng ho¸ chÊt trong mét sè giê, nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn nh÷ng thay ®æi tÝnh chÊt cã 

thÓ x¶y ra trong vËt liÖu sau mét vµi n¨m sÏ ®−îc cung cÊp [1,2]. 

M«i tr−êng kh¾c nghiÖt ®−îc sö dông bao gåm xö lý nhiÖt ë ®iÒu kiÖn kh« vµ Èm, trong tia bøc x¹ tö 

ngo¹i vµ trong khÝ l−u huúnh ®ioxit. 

C¸c tÝnh chÊt ®−îc so s¸nh tr−íc vµ sau khi xö lý trong c¸c m«i tr−êng nµy bao gåm tÝnh chÊt c¬ häc, 

ho¸ häc vµ quang häc.  

§é ph©n huû cña xenluyl« ®−îc x¸c ®Þnh lµ rÊt nh¹y víi ®é Èm.[3,4]  So s¸nh l·o ho¸ nh©n t¹o víi l·o ho¸ 

tù nhiªn cho thÊy r»ng trong m«i tr−êng l·o ho¸ nh©n t¹o vÉn tån t¹i mét l−îng Èm .[5,6]  Xenluyl« l·o 

ho¸ nh©n t¹o trong ®iÒu kiÖn kh« Ýt nh¹y h¬n vµ kh«ng cã ®é æn ®Þnh chÝnh x¸c nh− l·o ho¸ trong m«i 

tr−êng Èm nh©n t¹o. ViÖc nµy ®¬n gi¶n h¬n cho sö dông vµ cã thÓ phï hîp víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c 

nhau, mÆt kh¸c l·o ho¸ nh©n t¹o ë ®iÒu kiÖn Èm ®−îc sö dông khi cÇn sù t−¬ng quan lín nhÊt víi l·o 

ho¸ tù nhiªn.  

Tiªu chuÈn nµy bao gåm nh÷ng phÇn sau: 

PhÇn 1: Xö lý nhiÖt trong ®iÒu kiÖn kh«. 

PhÇn 3: Xö lý nhiÖt trong ®iÒu kiÖn Èm ë nhiÖt ®é 80 oC vµ ®é Èm t−¬ng ®èi 65 %. 

PhÇn 4: Xö lý nhiÖt trong ®iÒu kiÖn kh« ë nhiÖt ®é 120 oC hoÆc 150 oC. 
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XuÊt b¶n lÇn 1 

 

 

GiÊy và c¸ct«ng −−−− L(o ho¸ nh©n t¹o −−−− 

PhÇn 4: Xö lý nhiÖt trong ®iÒu kiÖn kh« ë nhiÖt ®é 120 oC hoÆc 150 oC  

Paper and board − Accelerated ageing − 

Part 4: Dry heat treatment at 120 oC or 150 oC  

 

 

1       Ph¹m vi ¸p dông 

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p xö lý nhiÖt cña giÊy vµ c¸ct«ng trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é t−¬ng 

®èi cao vµ lµ ph−¬ng ph¸p chung ®Ó thö cho vËt liÖu ®−îc xö lý nhiÖt. Ph−¬ng ph¸p nµy ¸p dông chñ 

yÕu cho mét sè lo¹i giÊy cã ®é s¹ch cao nh−  ®Ó sö dông lµm giÊy c¸ch ®iÖn. 

Chó thÝch     C¸c tiªu chuÈn kh¸c liªn quan ®Õn giÊy c¸ch ®iÖn lµ IEC Publications 216-1 vµ 2, IEC Publication 

554-2 vµ IEC Publilcation 554-3-1. 

Tiªu chuÈn nµy kh«ng ®−a ra mét sè c¸c quyÒn −u tiªn cho ph−¬ng ph¸p thö trªn giÊy hay c¸ct«ng. 

C¸c bªn cã liªn quan sÏ tù quyÕt ®Þnh phÐp thö nµo lµ phï hîp cho mçi lo¹i giÊy hoÆc c¸c t«ng. 

2 Tµi liÖu viÖn dÉn 

C¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau rÊt cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông tiªu chuÈn. §èi víi c¸c tµi liÖu ghi n¨m c«ng bè 

th× ¸p dông b¶n ®−îc nªu. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m c«ng bè th× ¸p dông phiªn b¶n 

míi nhÊt, bao gåm c¶ c¸c söa ®æi. 

TCVN 3649 : 2007 (ISO 186 : 2002), GiÊy vµ c¸ct«ng - LÊy mÉu ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l−îng trung b×nh. 

TCVN 6725 : 2007 (ISO 187 : 1990), GiÊy, c¸c t«ng vµ bét giÊy – M«i tr−êng chuÈn ®Ó ®iÒu hoµ vµ thö 

nghiÖm, qui tr×nh kiÓm tra m«i tr−êng vµ ®iÒu hoµ mÉu.  

IEC Publication 216, H−íng dÉn x¸c ®Þnh tÝnh chÊt chÞu nhiÖt cña vËt liÖu c¸ch ®iÖn. 

- PhÇn 1: C¸ch tiÕn hµnh chung ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh chÊt chÞu nhiÖt, th−íc ®o nhiÖt ®é vµ ph¸c ®å chÞu 

nhiÖt. 

- PhÇn 2: Danh môc vËt liÖu vµ c¸c thö nghiÖm s½n cã. 

IEC Publication 554, Yªu cÇu kü thuËt cho giÊy xenluyl« sö dông cho kü thuËt ®iÖn. 

t i ª u  c h u È n  q u è c  g i a                        Tcvn 7068–4 : 2008 
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- PhÇn 2: Ph−¬ng ph¸p thö 

- PhÇn 3: Yªu cÇu kü thuËt cho tõng lo¹i vËt liÖu - Tê 1: GiÊy dïng cho kü thuËt ®iÖn chung. 

3 Nguyªn t¾c 

Lµm nãng c¸c mÉu thö cña giÊy hoÆc c¸ct«ng trong mét tñ kÝn ë nhiÖt ®é 120 oC trong 168 h (ph−¬ng 

ph¸p A) hoÆc ë nhiÖt ®é 150 oC trong 24 h (ph−¬ng ph¸p B). So s¸nh c¸c tÝnh chÊt cña mÉu thö tr−íc 

vµ sau khi ®−îc xö lý nhiÖt. 

Chó thÝch    Hai ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i t−¬ng ®−¬ng, vµ trong yªu cÇu kü thuËt ®èi víi lo¹i giÊy 

cô thÓ, ph¶i quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông. 

4 ThiÕt bÞ, dông cô 

4.1 Tñ sÊy, cã th«ng giã, cã tèc ®é thay ®æi kh«ng khÝ kh«ng nhá h¬n 10 lÇn/h, cã kh¶ n¨ng duy tr× 

nhiÖt ®é ë 120 oC ± 2 oC (ph−¬ng ph¸p A) hoÆc 150 oC ± 2 oC (ph−¬ng ph¸p B); vµ ®−îc thiÕt kÕ sao 

cho trong khi thö, mÉu thö kh«ng bÞ ¸nh s¸ng hoÆc tia bøc x¹ tõ c¸c nguån nhiÖt chiÕu th¼ng vµo. 

ThiÕt kÕ tñ ph¶i ®¶m b¶o c¸c mÉu thö cïng chÞu c¸c ®iÒu kiÖn xö lý trong tñ nh− nhau. C¸c mÉu thö 

®−îc ®Æt vµo tñ sao cho c¸ch c¸c c¹nh cña tñ Ýt nhÊt 100 mm ®Ó ®¶m b¶o l−u th«ng ®ñ kh«ng khÝ vµo 

tÊt c¶ c¸c phÇn cña tñ.Tñ ph¶i  trë vÒ c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng ®−îc qu¸ 15 min sau khi ®−a mÉu 

vµo. 

4.2 Dông cô thö nghiÖm, phï hîp víi tiªu chuÈn liªn quan, nÕu cã, hoÆc víi ph−¬ng ph¸p chuÈn 

thÝch hîp kh¸c. 

4.3 B×nh hót Èm, hoÆc thiÕt bÞ ®iÒu hoµ s¬ bé kh¸c, duy tr× ®−îc ®é Èm t−¬ng ®èi tõ 10 % ®Õn 35 %. 

5 LÊy mÉu  

Khi cã thÓ, viÖc lÊy mÉu ®−îc tiÕn hµnh theo tiªu chuÈn TCVN 3649 : 2007(ISO 186 : 2002). 

6 ChuÈn bÞ mÉu thö 

§èi víi mçi tÝnh chÊt ®−îc ®¸nh gi¸ (xem ®iÒu 1), chän vµ chuÈn bÞ hai tËp mÉu thö theo tiªu chuÈn liªn 

quan, nÕu cã, hoÆc víi ph−¬ng ph¸p chuÈn thÝch hîp kh¸c.  

B¶o vÖ mÉu thö khái c¸c ¸nh s¸ng m¹nh. 

Kh«ng cÇm tay trùc tiÕp vµo mÉu thö vµ kh«ng ®Ó mÉu trong m«i tr−êng cã ho¸ chÊt. 

Chó thÝch    §Ó thuËn tiÖn nªn c¾t c¸c mÉu thö lín h¬n kÝch cì qui ®Þnh cho mÉu thö, sau ®ã c¾t l¹i cho ®óng 

kÝch cì sau khi qu¸ tr×nh l·o ho¸ ®· hoµn tÊt. 
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7 Xö lý nhiÖt 

TiÕn hµnh xö lý nhiÖt trong bãng tèi. 

Gi÷ mét trong hai tËp mÉu thö trong tñ ë nhiÖt ®é 120 oC  ± 2 oC (ph−¬ng ph¸p A) hoÆc 150 oC ± 2 oC 

(ph−¬ng ph¸p B) sao cho kh«ng khÝ kh«ng bÞ « nhiÔm ®−îc l−u th«ng xung quanh mçi mÉu. §Ó mÉu thö 

trong tñ sÊy víi thêi gian lµ 168 h ± 1 h (ph−¬ng ph¸p  A) hoÆc 24 h ± 10 min (ph−¬ng ph¸p B).  

Chó thÝch 

1 Thêi gian xö lý kh¸c cã thÓ ®−îc sö dông theo sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn liªn quan. Thêi gian xö lý nµy sÏ 

®−îc ghi trong b¸o c¸o thö nghiÖm. 

2 Tñ sÊy chØ ®−îc chøa mét lo¹i giÊy ®Ó tr¸nh nguy c¬ nhiÔm bÉn do bay h¬i hoÆc sù th¨ng hoa cña s¶n 

phÈm. 

Trong khi tiÕn hµnh xö lý, gi÷ mÉu thö kh«ng xö lý trong bãng tèi. 

8 §iÒu hoµ mÉu thö 

8.1 Ýt nhÊt lµ 2 h tr−íc khi kÕt thóc qu¸ tr×nh xö lý nhiÖt, ®Æt mÉu kh«ng xö lý nhiÖt vµo b×nh hót Èm. 

8.2 Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh xö lý, chuyÓn c¶ mÉu thö ®· xö lý vµ kh«ng xö lý vµo m«i tr−êng ®iÒu hoµ 

nh− nhau theo TCVN 6725 : 2007 (ISO 187 : 1990). 

9      C¸ch tiÕn hµnh thö  

TiÕn hµnh thö tõng mÉu ®èi víi c¸c tÝnh chÊt ®−îc yªu cÇu x¸c ®Þnh phï hîp víi mçi lo¹i giÊy hoÆc 

c¸ct«ng ®−îc ®¸nh gi¸ (xem ®iÒu 1). Sö dông tiªu chuÈn liªn quan, nÕu cã, hoÆc ph−¬ng ph¸p chuÈn 

thÝch hîp kh¸c.  

10      BiÓu thÞ kÕt qu¶ 

Ghi l¹i kÕt qu¶ trung b×nh vµ ®é lÖch chuÈn cña c¸c sè liÖu cña c¸c mÉu ®−îc xö lý hoÆc kh«ng xö lý; 

Nh÷ng c¸ch sau cã thÓ lµ mét trong c¸c c¸ch tr×nh bµy sè liÖu: 

a)    ë  phÇn ®¬n vÞ ®o ®−îc sö dông, tÝnh to¸n sù duy tr× cña c¸c tÝnh chÊt, ®−îc biÓu thÞ b»ng phÇn 

tr¨m so víi 100 % gi¸ trÞ kh«ng xö lý.   

Sù duy tr× nµy cã thÓ vÏ ë d¹ng ®å thÞ. 

Chó thÝch    Khi mÉu gÊp ®−îc sö dông nh− lµ mét phÐp ®o ®é bÒn l·o ho¸, nªn tÝnh to¸n phÇn tr¨m sù duy tr× 

tõ sè l−îng gÊp ®«i ghi l¹i ®−îc tr−íc vµ sau khi l·o ho¸ vµ kh«ng sö dông ®é bÒn gÊp (logarit 10 cña sè l−îng 

gÊp). 

b)    Cã thÓ sö dông phÐp thö thèng kª trong tr−êng hîp c¸c tÝnh chÊt thay ®æi ®¸ng kÓ do sù l·o ho¸ 

nh©n t¹o. 
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1 1  B¸o c¸o thö nghiÖm 

B¸o c¸o thö nghiÖm bao gåm c¸c th«ng tin sau 

a) viÖn dÉn tiªu chuÈn nµy; 

b) viÖn dÉn tiªu chuÈn, nÕu cã, hoÆc ph−¬ng ph¸p chuÈn kh¸c ¸p dông cho phÐp thö; 

B¸o c¸o thö nghiÖm còng bao gåm c¸c qui ®Þnh cña ph−¬ng ph¸p chuÈn ¸p dông cho phÐp thö, gåm 

c¸c chi tiÕt sau: 

c)    tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó nhËn d¹ng toµn bé mÉu thö; 

d)    ngµy vµ n¬i thö; 

e)    thêi gian vµ nhiÖt ®é xö lý nhiÖt; 

f)    gi¸ trÞ trung b×nh vµ ®é lÖch chuÈn gi¸ trÞ ®o cña tÝnh chÊt liªn quan cña c¸c mÉu kh«ng xö lý; 

g)    gi¸ trÞ trung b×nh vµ ®é lÖch chuÈn cña gi¸ trÞ ®o cña tÝnh chÊt mÉu ®−îc xö lý; 

h)    bÊt kú c¸c sai lÖch nµo so víi tiªu chuÈn liªn quan hoÆc ph−¬ng ph¸p chuÈn ®−îc sö dông, hoÆc 

 bÊt kú c¸c yÕu tè nµo cã ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ thö nghiÖm. 
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